
Electromigration,electroless Ni-P,interfacial reaction,intermetallic compound,failure
,"/> 

    
 用户名   密 码      注册 | 遗忘密码? | FAQ

    论文快速检索    高级检索
 检索 

首页 期刊介绍    编委介绍 投稿须知 读者服务    链接 联系我们 English  

金属学报   2013, Vol. 49  Issue (1): 81-86    DOI: 10.3724/SP.J.1037.2012.00401

论文 最新目录| 下期目录| 过刊浏览| 高级检索  |  

Ni-P消耗对焊点电迁移失效机理的影响
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